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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成22年12月16日(2010.12.16)

【公開番号】特開2009-1912(P2009-1912A)
【公開日】平成21年1月8日(2009.1.8)
【年通号数】公開・登録公報2009-001
【出願番号】特願2008-229489(P2008-229489)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ｒ
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/285   　　　Ｓ

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月28日(2010.10.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　１枚の基板がセットされる回転可能な第１部材と、ターゲットを取り付け可能で、該１
枚の基板に対して１基設けられたスパッタリングカソードと、を備え、
　前記基板の直径をｄ、前記ターゲットの直径をＤ、前記基板の法線に対する前記ターゲ
ットの中心軸線のなす角度をθ、前記ターゲットの中心軸線と前記基板の表面を含む平面
との交点Ｐと基板の回転軸線との距離をＦ、前記交点Ｐと前記ターゲットの中心との距離
をＬとした時に、以下の条件を満たすように構成されていることを特徴とするスパッタリ
ング装置。
　　　ｄ≧Ｄ
　　　１５°≦θ≦４５°
　　　５０ｍｍ≦Ｆ≦４００ｍｍ
　　　５０ｍｍ≦Ｌ≦８００ｍｍ
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の第１は、１枚の基板がセットされる回転可能な第１部材と、ターゲットを取り
付け可能で、該１枚の基板に対して１基設けられたスパッタリングカソードと、を備え、
　前記基板の直径をｄ、前記ターゲットの直径をＤ、前記基板の法線に対する前記ターゲ
ットの中心軸線のなす角度をθ、前記ターゲットの中心軸線と前記基板の表面を含む平面
との交点Ｐと基板の回転軸線との距離をＦ、前記交点Ｐと前記ターゲットの中心との距離
をＬとした時に、以下の条件を満たすように構成されていることを特徴とするスパッタリ
ング装置により、前記従来の問題点を解決し、ターゲットの径を基板と同等以下にしても
、均一な膜厚及び膜質の膜を生成できるようにしたものである。
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